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Per poter far fronte alle
sfide imposte dalle
applicazioni di ultima
generazione, I'approccio
ESL & ormai diventato
indispensabile

ANGELA RoSSONI

La complessita dei progetti elet-
tronici sta aumentando esponen-
zialmente, a causa degli effetti del-
la legge di Moore e dei requisiti
delle applicazioni emergenti, so-
prattutto in campo consumer. Ac-
canto all'aumento della complessi-
ta, sia dell’hardware, sia del soft-
ware e degli algoritmi, della velo-
cita operativa e del livello di inte-
grazione delle funzioni, crescono
anche i rischi di progetto, i costi e
i tempi di sviluppo: questo le
aziende non possono permetterse-
lo, dato che devono far fronte a
forti pressioni di costi e di time-
to-market. “L'89% dei progetti
non rispetta i tempi di consegna, e
per il 40% o pili non & possibile
prevedere i tempi di consegna. Nei
progetti System on Chip, investire
fino a quando non ci si accorge
che il progetto non é fattibile, &
I’approccio pit sbagliato. Per la
prima volta siamo in grado di fab-
bricare chip che non possono es-
sere progettati” fa notare David
Fritz, CEO di Silistix, ex-spinoff
dell’'universita di Manchester spe-
cializzata nelle soluzioni EDA per
le interconnessioni on-chip ad alte
prestazioni. “Stiamo assistendo,
per i progetti pil avanzati, alla
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I'innovazione, ma, quando si tratta
di cambiare il flusso di progetto e
le infrastrutture, incontrano gran-
di difficolta. Per I'industria EDA &,
quindi, molto difficile introdurre
nuove soluzioni. Esse passano a
una nuova soluzione quando i de-
sign flow e i tool non funzionano
pili e non permettono di realizzare
il nuovo progetto. Ad esempio, le
aziende adottano nuovi tool di pla-
ce-and-route in media dopo poco
pitt di due generazioni di proces-
s0”. Al sorgere di problemi non ri-
solvibili con gli strumenti tradi-
zionali, le societa EDA e le startup
pill innovative rispondono propo-
nendo soluzioni innovative. Que-
sto sta per accadere di nuovo e co-

stituisce sia un rischio, sia un’op-
portunita per le aziende pitt inno-
vative. Le sfide imposte dalle nuo-
ve generazioni di processo e dalle
applicazioni emergenti richiedono
un nuovo approccio sia da parte
dei progettisti, sia delle societa
EDA che forniscono tool per tutte
le fasi di sviluppo dei progetti, dal-
la stesura delle specifiche alla pro-
totipazione, test e collaudo.

LE SFIDE

Uno degli aspetti pitu critici nei
progetti pitt avanzati di grandi di-
mensioni ¢ legato alla variabilita,
sia del processo tecnologico, sia
dei parametri dei dispositivi; que-
sta rende molto pitt impredicibile

necessita di ridurre i consumi, so-
prattutto con le nuove generazioni
di processo da 45 nm; per mini-
mizzarli occorre effettuare lunghe
e complesse analisi multicorner e
multimode, e agire anche sugli
aspetti legati al layout con tool di
place & route e tecniche di resolu-
tion enhancement di ultima gene-
razione. La diffusione di standard
per la definizione delle specifiche
di progetto ai fini dell’ottimizza-
zione dei consumi, la diffusione di
standard come 1'Unified Power
Format, promosso dal consorzio
Accellera, e del Common Power
Format del Si2 Forum consentono
di standardizzare e automatizzare
i tool e i processi. E cosi possibile
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lulari, esistono tipicamente oltre
21 casi di corner da analizzare; i
progettisti non hanno i mezzi suf-
ficienti per stabilire qual & il peg-
giore, né le risorse per analizzarli
e ottimizzarli. Le difficolta cresco-
no con il passaggio da una genera-
zione di processo a quella succes-
siva: a 130 nm, l'analisi delle tem-
porizzazioni di un dispositivo ri-
chiede I'analisi di 4 corner, che
salgono a 10 in tecnologia da 90
nm; con i 65 nm ci possono essere
progetti anche con 600 corner che
devono essere verificati tutti. Un
altro grosso problema ¢ dato dalla

per i progettisti disattivare le fun-
zioni non utilizzate nei propri pro-
cessi, effettuare in modo ottimale
le partizioni hardware/software,
selezionare i blocchi IP piu effi-
cienti, definire I'architettura, la
gerarchia di memoria, I'unita di
gestione dell’alimentazione, e si-
mulare accuratamente il compor-
tamento dei circuiti ai fini della ri-
duzione della potenza sia statica,
sia dinamica. Anche I'analisi del-
I'integrita dei segnali & fondamen-
tale per il progetto di circuiti inte-
grati di ultima generazione, e ri-
chiede un approccio ad alto livello.
Per rispettare i requisiti estremi di
bassa potenza delle applicazioni di
ultima generazione, in particolare
per quanto riguarda i dispositivi
consumer portatili, occorre pensa-
re il progetto fin dall’inizio ai fini
dell’ottimizzazione dei consumi,
agendo a livello di sistema. Per ef-
fettuare un’analisi precisa dei con-
sumi ¢ anche utile un approccio
ad alto livello di tipo Transaction
Level Modeling, che consiste nel
separare i dettagli realizzativi delle
singole unita funzionali dall’archi-



tettura del sistema. Un altro aspet-
to critico riguarda la verifica fun-
zionale: gran parte dei progettisti
passano almeno la meta del
proprio tempo a scrivere il codice
per la verifica; molti progetti sub-
iscono almeno un respin e
I'integrazione dei blocchi digitali
e analogici del sistema puo essere
molto difficoltosa. Per far fronte
a cio, sta emergendo una nuova
metodologia per la verifica
basata su asserzio-

ni, che fa uso di

linguaggi ad alto \\
livello come System

Verilog o il PSL (Property
Specification Language).

Altri strumenti EDA molto
importanti sono i tool per
'automazione e I'analisi dei test-
bench intelligenti, che consentono
di verificare funzionalmente interi
progetti, di ridurre notevolmente
il tempo per la verifica, pur per-
mettendo di individuare un nume-
ro maggiore di difetti. Anche i tool
di routing automatici hanno subi-
to una profonda evoluzione, in ri-
sposta ai requisiti dei circuiti inte-
grati di ultima generazione, in
particolare dei progetti Asic e SoC
pitt complessi. E migliorata la ri-
soluzione ottica per la litografia,
grazie all'uso di tecniche RET (Re-
solution Enhancement Techni-
que); queste ultime infatti possono
impattare notevolmente sulla va-
riabilita del comportamento del
chip.

La societa Californiana Tela Inno-
vations, sorta nel 2005, ha messo
a punto un tool di routing che fa
uso esclusivamente di topologie
predefinite, pit affidabili e predi-
cibili, con pitch e lunghezze fisse,
che consentono di ottimizzare il
layout in modo semplice e di ri-
durre la variabilita dei parametri
dei transistor nelle geometrie di
processo pill avanzate, da 45 nm e
successive, in cui gli effetti fisici
da tenere in considerazione nella
progettazione del chip sono pil
pesanti e complessi. La tecnologia
consiste nel mappare le strutture
del layout in una soluzione unidi-
mensionale regolare, ottimizzan-
do le dimensioni, le prestazioni e
I'affidabilita del progetto. La solu-
zione di Tela e interoperabile con
i tool EDA e le metodologie stan-
dard di progettazione e nasconde
al progettista gli aspetti fisici del
sistema. La soluzione & fornita in
formato GDSII e permette di ri-
durre il leakage di un fattore 2,5 e
'area di oltre il 10% rispetto alle
soluzioni di routing tradizionali.
Le stesse tendenze si riscontrano
anche nella progettazione dei

PCB: non ¢ raro vederne con pilu
di 40 strati; il loro routing potreb-
be richiedere diversi giorni. I tool
EDA per PCB di ultima generazio-
ne, devono garantire una velocita
di simulazione tale da consentire
di trovare il layout ottimale in
modo pil efficiente e rapido, po-
tendo confrontare piu alternative,
consentendo anche a gruppi di
progettisti dislocati in zone fisica-
mente distanti di collaborare.

UN NUOVO APPROCCIO

Per poter far fronte alle sfide im-
poste dalle applicazioni di ultima
generazione l'approccio ESL
(Electronic System Level), per
I'analisi, la sintesi e la verifica dei
progetti ad alto livello & ormai di-
ventato indispensabile. “In passato
un linguaggio di alto livello era
considerato inefficiente, perché
non consentiva di ottimizzare i
circuiti a livello di gate come
I'RTL (Register Transfer Langua-
ge). In realtd oggi con i linguaggi
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Il nuovo approccio ad
alto livello adottato dai
fornitori di soluzioni EDA
investe tutti gli aspetti
del ciclo di sviluppo dei
dispositivi elettronici
(fonte: Mentor Graphics)
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so, Incisive di Cadence o
Vista, Catapult, Questa e
Modelsim di Mentor Gra-
phics, consentono di rea-
lizzare in modo accurato
ed efficiente progetti
complessi su silicio,
adottando un ap-
proccio ad alto li-
vello. Sempre con
un approccio ad alto
livello, Silistix fornisce
il tool Chainworks 2.0 per rea-
lizzare interconnessioni on-
chip ottimizzate in base ai re-
quisiti di progetto, migliorando-
ne i consumi, la latenza, la ban-
da e la scalabilita. 11 tool consen-
te una riduzione del 30% dei con-
sumi complessivi del chip, un mi-
glioramento del 50% nelle presta-
zioni, una diminuzione del 40%
nel tempo di sviluppo del chip, e
una riduzione del 20% nei costi
complessivi di fabbricazione, com-
binando I'approccio ESL con il
linguaggio CSL (C Scripting Lan-
guage), semplice all’apprendimen-
to, che consente di specificare i re-
quisiti sulle connessioni dei chip e
presenta molte somiglianze con
linguaggi comuni ad alto livello
come il System C.
Gary Meyers, presidente e CEO di
Synplicity, acquisita da Synopsys,
osserva come all’aumentare della
complessita dei progetti, diventa
sempre piu difficile correlare i
progetti logici alla loro realizza-
zione fisica. Questo € vero in parti-
colare per i dispositivi Asic/Assp, il
cui mercato, secondo Gartner, var-
ra 344 miliardi di dollari entro il
2010. Oltre il 50% degli Asic ri-
chiede almeno un respin, con un
conseguente aumento dei costi e
dei tempi di sviluppo. La ragione
per il mancato funzionamento dei
chip & spesso un errore a livello
funzionale o logico non ve-
rificato. Un approccio ad
alto livello basato sull'uso
di un insieme completo di
tool per il partizionamento
del progetto, la verifica, la
simulazione, ’emulazione
e la prototipazione, come
le soluzioni Synplify DSP, Confir-
ma e Identify Pro di Synplicity,
consente ai progettisti di ottenere
le prestazioni richieste
con tempi e costi ac-

cettabili, individuando anche pro-
blemi che si verificano raramente.
Il nuovo approccio ad alto livello
adottato dai fornitori di soluzioni
EDA investe tutti gli aspetti del ci-
clo di sviluppo dei dispositivi elet-
tronici, compreso anche il software
e la fabbricazione. In occasione di
un panel tenutosi nel corso del Glo-
balpress Electronics Summit, mo-
derato da Mary Olsson, analista del-
la societa Gary Smith EDA, Joe Sa-
wicki, general manager, Design-to-
Silicon Division di Mentor Gra-
phics, fa notare come i costi, i ri-
schi e la complessita dei progetti, la
diminuzione del ciclo di vita dei
prodotti e la necessita di abbattere i
consumi impongano la necessita di
progettare dispositivi e sistemi elet-
tronici con un livello superiore di
astrazione. Andy Haines, vice presi-
dent marketing di Synplicity ag-
giunge: “Il contenuto di software
nei progetti System-on-Chip ¢ au-
mentato a dismisura: ad esempio il
progetto di un SoC per Hdtv richie-
de oltre 2 milioni di linee di codice,
tanto che in molti casi la messa a
punto del software condiziona pe-
santemente i tempi di sviluppo dei
progetti, oltre ad aumentare i re-
quisiti per la verifica”. I progettisti
necessitano quindi di tool efficienti
per lo sviluppo del software embed-
ded. Lapproccio ad alto livello ha
investito anche gli aspetti legati alla
fabbricazione, con la diffusione del
concetto di DFM (Design For Ma-
nufacturing). “La fabbricazione non
puo pill essere un afterthought”
commenta Walter Ng, vice presi-
dent design enablement alliances di
Chartered Semiconductor Manu-
facturing. Nitin Deo, group mnar-
keting director DFM di Cadence
Design Systems, richiama I'at-
tenzione sulla disomogeneita e va-
riabilita dei progetti di ultima gene-
razione: i dispositivi che hanno pas-
sato il DRC (Design Rule Check), se
fabbricati in due stabilimenti diver-
si, mostrano prestazioni diverse e
impredicibili. Per questo motivo i
fornitori di soluzioni EDA devono
collaborare strettamente sia con i
produttori di semiconduttori, sia
con le fonderie di silicio.
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